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(57) Изобретение относится к области осаждения
из растворов пленок металлов на монокристалли-
ческий кремний, что необходимо в производстве
интегральных схем, диодов, транзисторов и др. из-
делий электронной техники для создания структу-
ры полупроводниковых кристаллов с металлизаци-
ей. Задачей изобретения является создание спосо-
ба осаждения из растворов многослойных метал-
лических структур на монокристаллическом крем-
нии, позволяющего исключить использование дра-
гоценных металлов для активации его поверхности
и последовательно наносить барьерный адгезион-
ный и токопроводящий слои силицида никеля и Ni-
P, а также контактный способный к пайке слой Ni-

Sn до суммарной толщины 2,0-2,5 мкм, отличаю-
щиеся хорошей адгезией, достаточной для выдер-
живания процессов резки кремния без отслаивания
металла, способностью к пайке с высокой проч-
ностью паяного соединения и сохранностью этой
способности не менее года. Решение поставленной
задачи достигается тем, что в отличие от прототи-
па предлагаемый способ включает травление крем-
ниевых пластин в две стадии сначала в 40% рас-
творе HF в течение 6 мин, затем - в растворе NH4F
20 г в 1 дм3 концентрированной HNO3 в течение 1
мин при комнатной температуре; активацию в рас-
творе, содержащем 6-30 г/дм3 NiCl2∙6H2O, 40 см3/
дм3 HF и 10 см3/дм3 HCl в течение 3 мин при 60°C;
нанесение слоя Ni-P из раствора, включающего (г/
дм3): NiCl2∙6H2O - 37, NaH2PO2 - 12, (NH4)2HC6H5O7

- 85, NH4Cl - 62, NH3∙H2O - 25 в течение 3,5-4,5
мин при температуре 95-99°C; формирование ба-
рьерного адгезионного токопроводящего слоя пу-
тем термической обработки в атмосфере аргона
при температуре 760°C в течение 20 мин с удале-
нием частично окисленного слоя никеля в азотно-
кислом растворе фторида аммония и освежением
полученной поверхности в растворе химического
никелирования состава (г/дм3): Ni(CH3COO)2∙4H2O
- 25, NaH2PO2 - 25, NaCH3COO - 15, глицин - 20 в
течение 4-7 мин при 85°C; осаждение контактно-
го способного к пайке слоя Ni-Sn из электролита
состава (г/дм3): NiCl2∙6H2O - 100, SnCl2∙2H2O - 20,
NaF - 30, pH 4,0 в течение 3,0-3,5 мин при 50°C и
плотности тока 0,75 А/дм2.
















































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings
	Search Report

